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MARDI 07 JUIN

8:30 - 9:30

9:30 - 10:00

Ouverture et présentation de I'atelier

10:00 - 12:00

MERCREDI 08 JUIN
8:30 - 10:00

JEUDI 09 JUIN
8:30 - 10:00

VENDREDI 10 JUIN
8:30 - 10 :00

Tutoriel 2 Micro-atelier 3 Tutoriel 3 Session 3 Tutoriel 4 Session 5
PCB, assemblages Analyse de Composants passifs : Analyse de
'g‘g%i/"ssn?: et packaging : défaillonce des q éAf\gmgrfsedges technologies défaillance des
avancée : VLS| problématiques LEDs et des Diodes Gircuits intéarés et analyse de composants
: d’analyse Laser 9 défaillances optoélectriques

Micro-atelier 1 Tutoriel 1
Tutoriel 2 Micro-atelier 3 Tutoriel 3 Session 3 Tutoriel 4 Micro-atelier 7
Mesures et Fonfjomentoux Analvse d PCB, assemblages Analyse de Analvse d Composants passifs :
caracterisations de l'analyse de dé?o%lllssncs et packaging : défaillance des défomgsge dees technologies Fiabilité
thermiques défaillance , problématiques LEDs et des Diodes e et analyse de dynamique
avancée : VLS| d'analyse Laser circuits intégrés défaillances
Déjeuner Déjeuner Déjeuner

Session 1

14:00 - 15:30

Tutoriel 1

Session 2

14:00 - 15:30

Micro-atelier 4

Session 4

14:00 - 15:30

12:30 - 13:00 : Bilan
Déjeuner

Micro-atelier 5

Assemblages et
Packaging

Session 1

Fondamentaux
de I'analyse de
défaillance

Micro-atelier 2

Analyse de
défaillance des
composants de

puissance

Session 2

Préparation
d’échantillons

Micro-atelier 4

Défiabilisation des
composants en
utilisation

Session 4

Localisation et
caractérisation
électrique de
défauts dans
les VLSIs

Micro-atelier 6

Assemblages et
packaging

Outils
logiciels

Analyse de
défaillance des
composants de

puissance

Préparation
d’échantillons

Défiabilisation des
composants en
utilisation

Analyses de
défaillances des
MEMs et capteurs
physiques ou
chimiques

14:30 : Départ

ATELIER 2016
15°™ Atelier




